
特
集

57エレクトロニクス実装学会誌　Vol. 17 No. 1 (2014)

1. はじめに

　電子機器の放熱，熱設計の歴史は長い。日本機械学会や
日本伝熱学会では，以前から研究発表講演会（以下，講演
会）のセッションにおいて，電子機器の放熱に関する研究
テーマが取り上げられてきた。一方，技術の進展により，
近年では，以前は研究所で扱っていた案件をものづくりの
現場で扱うことが多くなり，製品として使用される状態を
想定した研究開発の重要性が高まってきている。また，ハ
イブリッドカー，LEDといった新しいアプリケーション分
野の発展，あらゆる機器の電子化による放熱対策のニーズ
の高まりや電子機器の高性能化，小型化により，今まで以
上に放熱・熱設計のニーズが増してきているのも確かであ
る。そのような中で，実装分野の講演会においても熱対
策，熱設計のオーガナイズドセッション（以下，OS）が設
けられるようになってきた。
　本学会では，主催する国際講演会 ICEPにおいて 2011年
から「Thermal Management」セッションを設置し，さらに
2012年には本サーマルマネジメント研究会が発足し，現在
に至っている。サーマルマネジメント研究会では，今年度
（2013年 10月末現在）2回の非公開研究会を開催し，メン
バ内外から講師を招いて，メンバの研究テーマや興味のあ
る分野についてご発表頂き，発表内容についてフリーディ
スカッションを行った。第 1回非公開研究会（7月開催）で
は，半導体パッケージに関するディスカッションを目的と
して，「LSIパッケージの基本構造，およびシステム概要に
ついて」，「3次元積層チップの熱抵抗評価について」とい

うタイトルで，第 2回非公開研究会（9月開催）では，放
熱に関するトピックとして「放熱塗料とその応用」，「無機
フィラー分散樹脂の熱伝導性評価」というタイトルでご発
表頂き，発表内容について参加メンバでディスカッション
した。
　自分の興味ある分野についてディスカッションするに
は，このような研究会活動を積極的に活用すること，興味
のある分野の講演会に参加することが挙げられる。本稿で
は，国内外で開催される講演会の中で，昨年 1月～10月に
開催された電子機器のサーマルマネジメントに関連した
セッションを設けた講演会のうち，筆者が参加した 6つの
講演会について紹介する。

2. 本稿で紹介する研究発表講演会の概要

　表 1に本稿で紹介する講演会を示す。
　Mateは正式には「エレクトロニクスにおけるマイクロ接
合・実装技術」シンポジウムといい，実装系の学会が主催
する講演会である。はんだ接合，新材料プロセス，3D実
装，パワーデバイス，MEMSといったセッションが設けら
れている。2013年開催のMate2013から「熱マネジメント」
セッションが設けられるようになった。
　ICEPは International Conference on Electronics Packagingの
略であり，本学会が主催する国際講演会で，Advanced Pack-
aging，Interconnection，Printed Electronics，DMRといった
実装のトピックに関するセッションの他，3D IC，MEMS，
RF，Power Devices，Medical Devicesといった特定分野，ア
プリケーション向けのセッション，ASET，Taiwan Session，

表 1. 本稿で紹介する研究発表講演会
研究発表講演会名 開催日程 開催都市 主　催　者 備　　　考

Mate 2013 1/29～30 横浜
スマートプロセス学会エレク卜ロニクス生産科学部会

溶接学会マイクロ接合研究委員会
例年，1月下旬もしくは 2月上旬に主催。

ICEP2013 4/10～12 大阪
エレク卜ロニクス実装学会

IEEE CPMT Society Japan Chapter, IMAPS
国際講演会。例年， 4月に開催。

第 50回日本伝熱シンポジウム 5/29～31 仙台 日本伝熱学会 例年， 5月下旬もしくは 6月上旬に開催。
InterPACK2013 7/16～18 サンフランシスコ ASME（米国機械学会） 国際講演会。2年に 1回聞催。
日本機械学会 2013年度年次大会 9/8～11 岡山 日本機械学会 例年，9月上旬に開催。
熱工学コンファレンス 2013 10/19～20 弘前 日本機械学会熱工学部門 例年，10月もしくは 11月の土日に開催。
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